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内容概要

《SMT生产工艺》以SMT生产工艺为主线，以理论知识+实践项目的方式组织教材内容。

本书内容包括：SMT技术、电子元器件的识别、工艺材料的认知与应用、表面组装用印制电路板、电
子产品组装基本技能、SMT标准化与管理。

 《SMT生产工艺》可作为高职高专院校电子类专业教材，也可作为SMT
专业技术人员与电子产品设计制造工程技术人员的参考用书。
本书由武汉职业技术学院的吕俊杰副教授担任主编。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<SMT生产工艺>>

书籍目录

项目1  SMT技术
  任务1  SMT的演变历程
    1.1.1  SMT诞生的历史背景
    1.1.2  SMT的发展历程
    1.1.3  SMT将逐步取代THT的原因
  任务2  什么是SMT
    1.2.1  SMT的术语
    1.2.2  SMT的组成
    1.2.3  SMT工艺的分类
    1.2.4  SMT三大关键工序
    1.2.5  SMT的优点
  任务3  SMT的发展趋势
    1.3.1  SMC/SMD的发展趋势
    1.3.2  表面贴装设备的发展趋势
    1.3.3  表面组装电路板的发展趋势
  任务4  认识SMT生产线
    1.4.1  SMT生产线的组成
    1.4.2  SMT生产现场ESD防护
    思考与习题
项目2  电子元器件的识别
  任务1  无源电子元器件的识别
    2.1.1  贴片式电阻器的识别
    2.1.2  贴片式电容器的识别
    2.1.3  贴片式电感器的识别
  任务2  有源电子元器件的识别
    2.2.1  二极管
    2.2.2  晶体管
    2.2.3  集成电路
  任务3  机电元件的识别
    思考与习题
项目3  工艺材料的认知与应用
  任务1  认知焊锡和焊锡膏
    3.1.1  焊锡
    3.1.2  焊锡膏
  任务2  认知助焊剂和清洗剂
    3.2.1  助焊剂
    3.2.2  清洗剂
  任务3  认知贴片胶和导电黏结剂
    3.3.1  贴片胶
    3.3.2  导电黏结剂
    思考与习题
项目4  表面组装用印制电路板
  任务1  掌握表面组装印制电路板基础知识
    4.1.1  SMB的特点
    4.1.2  SMB的基板材料

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<SMT生产工艺>>

    4.1.3  SMB设计的要求
  任务2  认知印制电路板制造工艺流程
    4.2.1  单面印制电路板的制造工艺
    4.2.2  双面印制电路板的制造工艺
    4.2.3  多层印制电路板的制造工艺
    4.2.4  印制电路板质量验收
  任务3  无铅技术、厚膜混合集成电路
    4.3.1  无铅技术简介
    4.3.2  厚膜混合集成电路技术
    思考与习题
项目5  电子产品组装基本技能
  任务1  电子产品组装基础
    5.1.1  组装工艺流程及操作技能要求
    5.1.2  组装流程中技术文件的阅读
  任务2  组装的准备工序
    5.2.1  元器件的质量检验和筛选
    5.2.2  元器件的引线镀锡
    5.2.3  元器件的引线成型
    5.2.4  导线的加工
  任务3  元器件的安装与焊接
    5.3.1  焊接技术
    5.3.2  通孔插装元器件的安装与焊接
    5.3.3  表面组装件的安装与焊接
    5.3.4  元器件的焊接质量检验与拆焊
  任务4  电子产品整机布线、机械安装及整机总装
    5.4.1  整机布线
    5.4.2  整机机械安装
    5.4.3  整机总装
  任务5  整机的调试、检验与防护
    5.5.1  整机的质量检查
    5.5.2  整机的调试与防护
    思考与习题
项目6  SMT标准化与管理
  任务1  SMT标准化的认识
    6.1.1  认知ISO系列标准
    6.1.2  SMT标准化应用
  任务2  SMT工艺管理
    6.2.1  认知SMT工艺及管理
    6.2.2  SMT生产人员管理
    6.2.3  SMT生产设备管理
    6.2.4  SMT物料管理
    6.2.5  SMT生产制程方式管理
    6.2.6  SMT生产现场管理
  任务3  SMT生产中的质量管控
    6.3.1  认知SMT生产中的质量管控
    6.3.2  常见品检不良的诊断与处理
    思考与习题

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<SMT生产工艺>>

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<SMT生产工艺>>

章节摘录

　　检验可以分为常规检验和形式试验。
常规检验是在积累一定经验的基础上，一种日常的非全部项目的检验工作；而形式试验是全面验证元
器件是否合格的检验工作。
在电子元器件技术标准中，通常详细规定了常规检验和形式试验的检验项目和试验方法。
　　常规检验项目包括外观质量检验、电气性能检验和焊接性能检验。
形式试验项目在常规检验项目的基础上增加了使用环境参数测试和可靠性测试。
　　1）外观质量检验　　在电子整机产品的生产企业中，对元器件外观质量检验的一般标准有以下
几种。
　　（1）元器件封装、外形尺寸、电极引线的位置和直径应该符合产品标准外形图的规定。
　　（2）外观应该完好无损，其表面无凹陷、划痕、裂口、污垢和锈斑，外部涂层不能有气泡、脱
落和擦伤现象。
　　（3）电极引线应该镀层光洁，无压折或扭曲，没有影响焊接的氧化层、污垢、伤痕和焊接痕迹
。
　　（4）各种型号、规格标志应该完整、清晰、牢固，特别是元器件参数的分档标志、极性符号和
集成电路的种类型号，其标志、字符不能模糊不清、脱落或有摩擦痕迹。
　　（5）对于电位器、可变电容或可调电感等元器件，在其调节范围内应该活动平顺、灵活，松紧
适当，无机械杂音；开关类元件应该保证接触良好，动作迅速。
　　各种元器件用在不同的电子产品中，都有自身的特点和要求，除上述共同点以外，往往还有特殊
要求，应当根据具体的应用条件区别对待。
　　2）电气性能检验　　无论在常规检验还是形式试验中，电气性能指标的检验都是十分重要的。
检验部门一般会根据元器件的技术标准，制定符合企业实际情况的检验作业指导书，确定检验项目和
测试方法。
电气性能参数涉及的知识面很宽，需要在了解测试原理的基础上熟练掌握测量仪器的使用方法。
需要特别强调的是，测量误差的概念。
测量误差是指在测试过程中，因为仪器的测量精度、测试电路的精度、测试方法等原因所带来的测量
结果与被测参数实际值之间的差异。
应该根据需要，正确地选择测试电路、测量仪器的精度来保证测量结果的相对准确。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《SMT生产工艺》内容新颖实用，操作完全图解，专家现场指导。

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<SMT生产工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 8


